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Schleifringbiirste

(57)  Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung einer Schleifringbliirste, wobei die Schleifringblrste
ein Blrstenelement (2, 21) und eine Leiterplatte (1) um-
fasst. Die Leiterplatte (1) hat eine erste Oberflache (A)
und eine zweite Oberflache (B) und weist mindestens
eine Leiterbahn (1.1, 1.11, 1.12) sowie mindestens eine
Bohrung (1.2, 1.21, 1.22) auf, welche die Leiterplatte (1)
durch die Oberflache (A) und die Oberflache (B) hin-

.' 21.4

Z2-Z

Verfahren zur Herstellung von Schleifringbiirsten und auf diese Weise hergestellte

durch durchdringt. Es wird ein elektrischer Kontakt zwi-
schen dem Birstenelement (2) und der Leiterbahn (1.1,
1.11, 1.12) durch Léten hergestellt. Das Birstenelement
(2, 21) wird erfindungsgemaf in der Weise verlotet,
dass das Lot (3), kommend von der zweiten Oberflache
(B) der Leiterplatte (1) durch die Bohrung (1.2, 1.21,
1.22) der Leiterplatte (1) bis hin zum Burstenelement (2,
21) an der Oberflache (A) hindurchtritt.

56 64 5.1

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)



1 EP 1 453 155 A2 2

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung von Schleifringblrsten gemalR dem Anspruch 1.
Darlber hinaus umfasst die Erfindung, gemaf dem An-
spruch 8 eine Schleifringbirste selbst.

[0002] Schleifringeinheiten bestehen haufig unter an-
derem aus einer Schleifringburste und Schleifringen,
wobei die Schleifringburste im Betrieb gleitenden Kon-
takt zu rotierenden Schleifringen hat. Derartige Schleif-
ringeinheiten werden in vielen technischen Gebieten
eingesetzt, um elektrische Signale oder elektrische Lei-
stung von einer ortsfesten auf eine sich drehende elek-
trische Einheit zu Ubertragen. Dabei ist es wichtig, dass
beispielsweise durch federnde Blrstenelemente ein gu-
ter und andauernder Kontakt zwischen der Schleifring-
birste und den Schleifringen gegeben ist, auch wenn
zum Beispiel die gesamte Schleifringeinheit Vibrationen
ausgesetzt ist.

[0003] In der Auslegeschrift DE 1 275 672 ist eine
Schleifringbiirste gezeigt, bei der U-férmige Bdlrsten-
dréhte an einem Birstenblock befestigt sind. Die Bur-
stendrahte werden im Zuge der Montage der Schleif-
ringburste durch den Biirstenblock hindurch gefiihrt und
durch eine Schraubverbindung am Biirstenblock festge-
klemmt. Dieses Herstellungsverfahren hat unter ande-
rem den Nachteil, dass es vergleichsweise aufwandig
und zeitraubend ist.

[0004] In der Patentschrift US 4 583 797 ist ein
Schleifring beschrieben, der ebenfalls im Wesentlichen
U-férmige Birstendrahte aufweist. Auch hier sind die U-
férmigen Blrstendrahte durch einen Biirstenblock, der
als Leiterplatte mit Leiterbahnen ausgebildet sein kann,
hindurch gesteckt. Die Bilrstendrahte sind mit der Lei-
terplatte so verlotet, dass sich die Lotstelle an der dem
Rotor zugewandten Oberflache der Leiterplatte befin-
det. Diese Bauweise hat den Nachteil, dass die Monta-
ge der entsprechenden Schleifringbirste aufwandig ist.
Daruber hinaus weisen derartig hergestellte Schleifring-
bursten hinsichtlich ihrer Federeigenschaften eine nicht
optimale Qualitat auf.

[0005] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein Verfahren zur Herstellung einer Schleifringbiir-
ste zu schaffen, welches einen minimalen Montageauf-
wand bedingt, und durch welches qualitativ hochwertige
Schleifringbirsten mit kleinem erforderlichen Bauraum
herstellbar sind.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaf durch
die Merkmale des Anspruches 1 gel6st.

[0007] Daruber hinaus wird durch die Erfindung eine
neuartige Schleifringbirste geschaffen, durch welche
die Lebensdauer bzw. die Zuverlassigkeit von Schleif-
ringeinheiten signifikant erhdht wird. Dies wird durch die
Schleifringbiirste gemal dem Anspruch 8 geldst.
[0008] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde,
dass zumindest ein Birstenelement auf eine erste
Oberflache einer Leiterplatte geldtet wird, wobei der L6t-
vorgang derart vorgenommen wird, dass Lot, von der
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zweiten Oberflache der Leiterplatte kommend, durch
Bohrungen der Leiterplatte bis zum Birstenelement hin-
durchtritt. Durch dieses Verfahren werden die Leiter-
bahnen der Leiterplatte mit dem Birstenelement elek-
trisch und mechanisch verbunden.

[0009] Im Folgendem ist unter dem Begriff Bohrung
eine (")ffnung bzw. ein Loch zu verstehen, welches nicht
unbedingt einen Kreisquerschnitt aufweisen muss, viel-
mehr kdnnen die Bohrungen etwa auch einen Vieleck-
querschnitt aufweisen oder beliebige sonstige Kurven-
geometrien als Umfangsbegrenzung haben.

[0010] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung werden an der zweiten Oberflache der Leiterplatte
Pads angeordnet, an den die Enden eines Kabels, mit
Vorteil eines Flachbandkabels, elektrisch kontaktiert
werden kénnen.

[0011] Vorteilhafte Ausbildungen der Erfindung ent-
nimmt man den abhangigen Anspriichen.

[0012] Weitere Einzelheiten und Vorteile des erfin-
dungsgemaRen Schleifringes und des entsprechenden
Verfahrens ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung eines Ausflihrungsbeispieles anhand der
beiliegenden Figuren.

[0013] Es zeigen die

Figur 1 eine Draufsicht auf eine erste Oberflache ei-
ner Leiterplatte, die als Blirstenblock dient,

Figur 2  eine Draufsicht auf eine zweite, der ersten
gegeniiber liegenden, Oberflache der Leiter-
platte,

Figur 3  eine schematische Darstellung von Verfah-
rensschritten zur Herstellung einer erfin-
dungsgemafen Schleifringbirste,

Figur4  eine Draufsicht der Schleifringbiirste mit ei-
nem Flachbandkabel,

Figur 5 eine Seitenansicht der Schleifringburste mit
an der Leiterplatte befestigten Burstenele-
menten und einem Flachbandkabel.

[0014] Inder Figur 1 ist eine Draufsicht auf eine erste

Oberflache A einer Leiterplatte 1 dargestellt. Auf dieser
Oberflache A der Leiterplatte 1 befinden sich Leiterbah-
nen 1.1, 1.11 im gezeigten Beispiel aus Kupfer, die an
Bohrungen 1.2, 1.21, 1.22 enden. Diese Bohrungen 1.2,
1.21, 1.22, welche die Leiterplatte 1 vollstandig durch-
dringen, sind metallisiert, so dass sie an ihren Innen-
wandungen, sowie ringférmig an deren Randern metal-
lisch, im gezeigten Beispiel mit Zinn, beschichtet sind.
Die Leiterplatte 1 besteht aus Epoxydharz, welches mit
Glasfasern gefiillt ist, und weist eine vergleichsweise
niedrige Warmeleitfahigkeit auf. Alternativ dazu kénnen
auch andere Materialen fiir die Leiterplatte 1 verwendet
werden, wie zum Beispiel Werkstoffe, die auf Polyamid-
oder Keramikkomponenten basieren.
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[0015] InderFigur 2 ist eine Draufsicht auf die zweite
Oberflache B der Leiterplatte 1 gezeigt. In dieser An-
sicht sind neben den Bohrungen 1.2, 1.21, 1.22 und wei-
teren Leiterbahnen 1.1, 1.12 auch Pads 1.3, 1.31,
1.31a, 1.32, 1.32a dargestellt. Parallel zur Zeichenebe-
ne der Figuren 1 und 2 verlauft eine virtuelle geometri-
sche Ebene, namlich der Mittenl&dngsschnitt C, welche
in den Figuren 3 und 5 in den Seitenansichten der Lei-
terplatte 1 dargestelltist. Demnach befindet sich der Mit-
tenldngsschnitt C mittig zwischen den beiden Oberfla-
chen A und B.

[0016] GemaR den Figuren 1 und 2, sind sowohl auf
der Oberflache A, als auch auf der Oberflache B, die
Leiterbahnen 1.1, 1.11,1.12 als auch die Pads 1.3, 1.31,
1.31a, 1.32, 1.32a punktsymmetrisch beztglich des Fla-
chenmittelpunktes P angeordnet. Darliber hinaus gilt
diese Symmetriebetrachtung bezlglich des Flachen-
mittelpunktes P auch fiir die Bohrungen 1.2, 1.21, 1.22
und die Aulienkontur der Leiterplatte 1.

[0017] Gemal den Figuren 3, 4 und 5 umfasst die er-
findungsgemaRe Schleifringblrste Birstenelemente,
die im gezeigten Beispiel als Drahtbligel 2, 21 ausge-
fuhrt sind. Die Drahtblgel 2, 21, welche allesamt bau-
gleich ausgefihrt sind, weisen drei Schenkel 2.1, 21.1;
2.2,21.2; 2.3, 21.3 auf und haben eine im Wesentliche
U-férmige bzw. Q-férmige Gestalt, so dass die Drahtbi-
gel 2, 21 jeweils eine Offnung 21.4 haben. Die Drahtbii-
gel 2, 21 bzw. deren Schenkel 2.1, 21.1; 2.2, 21.2; 2.3,
21.3 haben eine Innenseite | und eine AuRenseite O.
Die Innenseite | ist derjenige geometrische Bereich der
Schenkel 2.1, 21.1; 2.2, 21.2; 2.3, 21.3, der zum Mittel-
punkt bzw. zum Schwerpunkt des Drahtbligels 2, 21
weist. Dagegen weist die Aulienseite O vom Mittelpunkt
des U- bzw. Q-férmigen Drahtblgels 2, 21 weg nach au-
Ren. Die AulRenseite O ist also am AuRenumfang des
Drahtbigels 2, 21.

[0018] Die Drahtbiigel 2,21 sind im vorgestellten Aus-
fuhrungsbeispiel aus einem 20 mm langen Draht mit ei-
nem Durchmesser von 0,2 mm durch ein Biegeverfah-
ren hergestellt. Bedingt durch die Anforderungen be-
ziglich einer moglichst miniaturisierten Bauweise der
Schleifringeinheiten weisen die Drahtblgel 2, 21 einen
entsprechend geringen Durchmesser auf. Die derartig
dinnen Drahtbligel 2, 21 haben eine lberaus hohe vo-
lumenbezogene Oberflache (etwa 20 mm2/mm3), wo-
durch sie binnen kurzester Zeit in ihrem gesamten Vo-
lumen die Umgebungstemperatur annehmen. Die
Drahtbiigel 2, 21 bestehen im gezeigten Beispiel aus
einer Edelmetalllegierung. Diese Edelmetalllegierung
weist als Hauptbestandteil das Edelmetall Palladium auf
mit Anteilen von Kupfer und Silber. Alternativ dazu kann
beispielsweise als Edelmetalllegierung auch eine Mi-
schung aus Gold, Kupfer und Silber verwendet werden,
wobei hier Gold als Hauptkomponente verwendet wer-
den kann. Die Komponenten der Legierung weisen je-
denfalls mit Vorteil ein in Bezug auf Wasserstoff als Null-
potential positives elektrochemisches Potenzial auf.
[0019] Anhand der Verbindung und Kontaktierung
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des Drahtbligels 21 an die Leiterplatte 1 soll das Ver-
fahren zur Herstellung der erfindungsgemafien Schleif-
ringblrste erldutert werden.

[0020] Zunachst werden in dem Verfahren entspre-
chend der Figur 3 in den Schritten S1 und S2 die Lei-
terplatte 1 und ein Drahtbligel 21 bereitgestellt. Sodann
wird im Schritt S3 auf die Oberflache A der Leiterplatte
1 die Aulenseite O des Schenkels 21.1 des Drahtbi-
gels 21 derart aufgesetzt, dass die AuRenseite O des
Schenkels 21.1 am Austritt der Bohrungen 1.21, 1.22
zu liegen kommt. Dabei ist also der Drahtbiligel 21 so
ausgerichtet, dass bezogen auf den Mittenquerschnitt
C der Leiterplatte 1 sich die Offnung 21.4 auf der glei-
chen Seite befindet wie die Oberflache A, an welcher
der Schenkel 21.1 aufgesetzt ist. Mit anderen Worten
sind ausgehend vom Mittenquerschnitt C die jeweiligen
Elemente in folgender Reihenfolge angeordnet: Ober-
flache A, Schenkel 21.1, Offnung 21.4, so dass der
Schenkel 21.1 zwischen der Leiterplatte 1 und der Off-
nung 21.4 liegt. Im Idealfall wird der Schenkel 21.1 so
auf die Oberflache A der Leiterplatte 1 aufgesetzt, dass
dieser mittig tiber dem jeweiligen Austritt der Bohrungen
1.21, 1.22 zu liegen kommt. In der Praxis zeigt sich je-
doch, dass hier Abweichungen von + 0,4 mm von der
Mitte der Bohrungen 1.21, 1.22 toleriert werden kénnen,
ohne dass nennenswerte Qualitatseinbul’en der Létver-
bindung festgestellt werden. Die Schenkel 21.1 werden
jedenfalls am Austritt der Bohrungen 1.21, 1.22 auf die
Leiterplatte 1 aufgesetzt. Der Begriff am Austritt der
Bohrungen 1.21, 1.22 umfasst also einen Flachenbe-
reich, innerhalb welchem ein aufgesetzter Schenkel
21.1 noch mittels Lot 3, welches durch die Bohrungen
1.21, 1.22 hindurchtritt funktionsgemaf verlétet werden
kann.

[0021] Nachdem der Drahtbligel 21 bzw. dessen
Schenkel 21.1 nunmehr derartig am Austritt der Bohrun-
gen 1.21, 1.22 auf die Leiterplatte 1 aufgesetzt wurde,
wird dieser im gezeigten Beispiel durch ein Handlétver-
fahren an der Leiterplatte 1 dauerhaft befestigt. Dabei
wird das heile Lot, bzw. das heile Létzinn, von der
Oberflache B der Leiterplatte 1 her in die Bohrungen
1.21, 1.22 eingefilhrt, so dass es infolge der Kapillarwir-
kung durch die Bohrungen 1.21, 1.22 und durch den
Spalt zwischen den Bohrungen 1.21, 1.22 und dem
Drahtbigel 21 steigt. Die Warmequelle fur den Létpro-
zess befindet sich also auf der dem Drahtblgel 21 ge-
genulberliegenden Seite der Leiterplatte 1, so dass die
Leiterplatte 1 eine gegeniiber dem Warmeeintrag ab-
schirmende Wirkung auf den Drahtbligel 21 ausiibt.
[0022] Wie bereits beschrieben, nehmen derartig fili-
grane Drahtbiigel 2, 21 sehr rasch die Umgebungstem-
peratur an. Wenn nun ein Drahtbiigel 2, 21 einer Tem-
peratur, wie sie bei einem herkémmlichen Lotprozess
auftritt, unmittelbar ausgesetzt wirde, wirde dieser
ohne nennenswerten Zeitverzug vollstdndig durch-
warmt. Eine Durchwarmung auf diesem Temperaturni-
veau fuhrt aber bei den Werkstoffen, wie sie Ublicher-
weise fur die Drahtbigel 2, 21 verwendet werden, zu
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einer Veranderung im Werkstoffgefiige, was letztlich die
elastische Verformbarkeit der Drahtblgel 2, 21 bzw. de-
ren Federkonstante verschlechtert. Durch das erfin-
dungsgemale Verfahren wird also unter anderem eine
temperaturschonende Behandlung der Drahtbigel 2,
21 erreicht, wenn diese an die Leiterplatte 1 gelttet wer-
den.

[0023] Mit dem Verfahren wird nunmehr vermieden,
dass die Drahtbligel 2, 21 hohen Temperaturen ausge-
setzt werden, so dass durch das Anléten keine Beein-
trachtigungen seiner Federeigenschaften, bzw. seiner
Elastizitat festzustellen sind, insbesondere in den Be-
reichen welche im Betrieb eine hohe Elastizitat aufwei-
sen mussen, namlich die Schenkel 2.2, 21.2 und 2.3,
21.3, sowie die Ubergangsbereiche von diesen Schen-
keln 2.2, 21.2, 2.3, 21.3 in den Schenkel 2.1, 21.1. Mit
dem gleichen Verfahren werden danach alle Ubrigen
Drahtblgel 2, an der Leiterplatte 1 befestigt. Auf diese
Weise wird durch einen Arbeitsgang, ndmlich dem L6t-
prozess, sowohl eine elektrische Kontaktierung zwi-
schen den Drahtbligeln 2, 21 und den Leiterbahnen 1.1,
1.11, 1.12 hergestellt, als auch eine feste mechanische
Verbindung zwischen den Drahtbiigeln 2, 21 und der
Leiterplatte 1. Weitere Arbeitsgdnge zum Befestigen
der Drahtbligel 2, 21 auf der Leiterplatte 1 sind nicht
zwingend notwendig, so dass mit diesem Verfahren ei-
ne Uberaus wirtschaftliche Herstellung von Schleifring-
biursten mdglich ist. Die Leiterplatte 1 erfillt nunmehr
auch die Funktion eines Biirstenblockes einer Schleif-
ringburste.

Alternativ. zum Handlétverfahren kann auch ein
Schwallldtverfahren angewendet werden, bei dem vor
dem eigentlichen Léten die Schenkel 2.1, 21.1 der
Drahtblgel 2, 21 auf die Oberflaiche A der Leiterplatte
1 aufgeklebt werden, wobei die Drahtblgel 2, 21 wie-
derum so ausgerichtet werden, dass sich die Offnung
21.4 bezogen auf den Mittenlangsschnitt C der Leiter-
platte 1 auf der gleichen Seite befindet, wie die Oberfla-
che A und die fiir die Kontaktierung jeweils relevanten
Bohrungen 1.2, 1.21, 1.22 von den Schenkeln 2.1, 21.1
der Drahtblgel 2, 21 abgedeckt werden, bzw. die
Schenkel 2.1, 21.1 am Austritt der Bohrungen 1.2, 1.21,
1.22 liegen. Danach wird die Leiterplatte 1 Uber ein
Transportsystem mit gleichmaRiger Geschwindigkeit
durch eine Létmaschine bewegt und einem Schwalllét-
verfahren ausgesetzt. Um zu verhindern, dass die Pads
1.3, 1.31, 1.31a, 1.32, 1.32a Lot annehmen, oder wenn
bestimmte Bohrungen 1.2, 1.21, 1.22 auf der Leiterplat-
te 1 nicht mit Lot gefiillt werden sollen, kann man diese
Pads 1.3, 1.31, 1.31a, 1.32, 1.32a oder die betreffende
Bohrungen 1.2, 1.21, 1.22 vor dem Schwallléten mit hit-
zebestandigem Klebestreifen abkleben.

[0024] Alle Schenkel2.1,21.1,2.2,21.2,2.3,21.3 der
Drahtbiigel 2, 21 befinden sich also nach dem Schritt
S4 auf einer Seite der Leiterplatte 2, 21 namlich auf der
Seite der Oberflache A. Diese Anordnung hat den Vor-
teil, dass somit an der Oberflache B der Leiterplatte 1
fur das Anléten eines Kabels, im gezeigten Beispiel ei-
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nes Flachbandkabels 5, keine Schenkel 2.1, 21.1, 2.2,
21.2, 2.3, 21.3 des Drahtbuigels 2, 21 angeordnet sind,
die als geometrische Hindernisse oder Stérkonturen fir
den Anlétprozess wirken wurden. Das Flachbandkabel
5 weist gemaR der Figur 5 sechs Einzeldréhte 5.1 bis
5.6 mit zugehdriger Isolierung auf, dabei ist jeder Ein-
zeldraht 5.1 bis 5.6 zum Zwecke seiner Kennzeichnung
mit jeweils einer unterschiedlich eingefarbten Kunst-
stoff-Isolierung umgeben. Die Verwendung eines Flach-
bandkabels 5 hat unter anderem den Vorteil, dass die
Reihenfolge der Einzeldrahte 5.1 bis 5.6 durch deren
jeweils seitliche Verbindung der Kunststoff-Isolierung
vorgegeben ist, so dass ein Vertauschen der Einzel-
drahte 5.1 bis 5.6 beim Anléten an die jeweiligen Pads
1.3, 1.31, 1.31a, 1.32, 1.32a weitgehend vermieden
werden kann. Die abisolierten Enden der Einzeldrahte
5.1 bis 5.6 des Flachbandkabels 5 werden also im
Schritt S5 an die Pads 1.3, 1.31, 1.32 mit einem Hand-
I6tverfahren gelodtet. Dadurch, dass die Oberflache B
der Leiterplatte 1 flr das Loten keine geometrischen
Hindernisse aufweist, kann das Loten sehr rasch erfol-
gen und eine durchgehend hohe Qualitat der Létstellen
zwischen den Enden des Flachbandkabels 5 und den
Pads 1.3, 1.31, 1.32 erreicht werden.

[0025] Inder Figur 4 ist eine Draufsicht auf eine erfin-
dungsgeméale Schleifringbirste gezeigt. Dabeiragen in
der Darstellung die an die Leiterplatte 1 angel6teten
Drahtbigel 2, 21 aus der Zeichenebene heraus. In der
Figur 4 ist der Rotor 4, bestehend aus sechs einzelnen
axial aneinandergereihten und gegeneinander elek-
trisch isolierten Schleifringen, wie er in der fertig mon-
tierten Schleifringeinheit vorgesehen ist, durch gestri-
chelte Linien angedeutet. Darliber hinaus ist in dieser
Figur 4 auch das Flachbandkabel 5, welches an der
Oberflache B der Leiterplatte 1 befestigt ist gezeigt, wo-
bei die von der Leiterplatte 1 verdeckten Konturen des
Flachbandkabels 5 gestrichelt dargestellt sind.

[0026] Die Figur 5 zeigt eine Seitenansicht der erfin-
dungsgemalen Schleifringblrste, bestehend aus der
Leiterplatte 1, welche als Birstenblock dient und dem
Drahtblgel 21, der ein Birstenelement darstellt. An der
Schleifringburste, bzw. an der Leiterplatte 1 ist ein
Flachbandkabel 5 gemaR dem Schnitt Z-Z (Figur 4) kon-
taktiert. Die duReren Einzeldrahte 5.1, 5.2 sind im Be-
reich des Anschlussendes des Flachbandkabels 5 ent-
sprechend dem Muster der Pads 1.3, 1.31, 1.32 (Figur
2) divergierend gebogen. Die Schenkel 21.2, 21.3 des
Drahtbiigels 21 liegen gemaR der Figur 4 an einem
Schleifring des Rotors 4 an. Fiir eine einwandfreie Funk-
tion der Schleifringeinheit ist es notwendig, dass stets
zumindest einer der Schenkel 21.2, 21.3 an einem
Schleifring anliegt. Eine entscheidende Grofe fir die-
ses Verhalten ist die Federkonstante des Drahtbugels
21. Diese Federkonstante wurde aufgrund des ther-
misch schonenden Herstellungsverfahrens der Schleif-
ringblrste nicht nachteilig beeinflusst. Es werden also
durch den schleifenden Kontakt Stréme vom Rotor bei-
spielsweise auf den Drahtbiigel 21 tibertragen. Uber die
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mit Lot 3 aufgefillten Bohrungen 1.21, 1.22 wird der
Strom zur Leiterbahn 1.11, die sich auf der Oberflache
A der Leiterplatte befindet, geleitet. Durch die Kontak-
tierung an zwei Bohrungen 1.21, 1.22 wird einerseits si-
chergestellt, dass eine ausreichende mechanische Fe-
stigkeit der Verbindung gegeben ist, und andererseits
wird auch eine redundante elektrische Verbindung er-
reicht, weil die Bohrungen 1.21, 1.22 durch die Leiter-
bahn 1.11 miteinander verbunden sind. Der zu ubertra-
gende Strom gelangt dann Uber die Leiterbahn 1.12 auf
der Oberflache B der Leiterplatte 1 zum Pad 1.32. An
diesem Pad 1.32 ist ein Einzeldraht 5.2 des Flachband-
kabels 5 angel6tet, so dass der zu Ubertragene Strom
in das Flachbandkabel 5 flieRen kann.

[0027] Durch die bezuglich des Punktes P symmetri-
sche Anordnung der Bohrungen 1.2, 1.21, 1.22, Leiter-
bahnen 1.1, 1.11, 1.12 und Pads 1.3, 1.31, 1.31a, 1.32,
1.32a kann die Ausschussrate bei der Herstellung der
Schleifringbiirste bzw. die Bearbeitungszeit in der Fer-
tigung erheblich reduziert werden. Denn es muss aus
diesem Grund beim Aufsetzten eines Drahtbligels 2, 21
lediglich darauf geachtet werden, dass die richtige Sei-
te, beispielsweise die Oberflache A, der Leiterplatte 1
fur das Aufsetzen gewahlt wird. Dagegen spielt eine um
den Punkt P um 180° verdrehte Lage der Leiterplatte 1
keine Rolle fir die spatere Funktionsfahigkeit der
Schleifringburste.

Patentanspriiche

1. Verfahren zur Herstellung einer Schleifringbirste
umfassend

eine Leiterplatte (1), die eine erste Oberflache
(A) und eine der erste Oberflache (A) gegen-
Uberliegende zweite Oberflache (B) aufweist,
mit einer Leiterbahn (1.1, 1.11, 1.12) und einer
Bohrung (1.2, 1.21, 1.22), welche die Leiter-
platte (1) durch die Oberflache (A) und die
Oberflache (B) hindurch durchdringt, und
einem Birstenelement (2, 21), wobei

ein elektrischer Kontakt zwischen dem Bur-
stenelement (2) und der Leiterbahn (1.1, 1.11,
1.12) durch Léten hergestellt wird, dadurch
gekennzeichnet dass,

das Birstenelement (2, 21), in der Weise ver-
I6tet wird, dass das Lot (3), kommend von der
zweiten Oberflache (B) der Leiterplatte (1)
durch die Bohrung (1.2, 1.21, 1.22) der Leiter-
platte (1) bis hin zum Buirstenelement (2, 21)
an der Oberflache (A) hindurchtritt.

2. Verfahren gemafl dem Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet dass das Birstenelement (2, 21) ei-
ne Innenseite (1) und eine AufRenseite (O) aufweist,
und vor dem Léten die AuRenseite (O) des Biirsten-
elementes (2, 21) auf die erste Oberflache (A) der
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Leiterplatte (1) aufgesetzt wird.

Verfahren gemaf dem Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet dass, das Birstenelement (2, 21)
vor dem Léten so ausgerichtet wird, dass das Br-
stenelement (2, 21) am Austritt der Bohrung (1.2,
1.21, 1.22) aus der ersten Oberflache (A) der Lei-
terplatte (1) zu liegen kommt.

Verfahren gemaf einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Boh-
rung (1.2, 1.21, 1.22) vor dem Léten metallisiert
wird.

Verfahren gemal einem der vorhergehenden An-
spriiche, wobei ein HandlI6t- oder ein Schwalllétpro-
zess angewendet wird.

Verfahren gemaf einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das Bir-
stenelement (2, 21) aus mehreren Schenkeln (2.1,
21.1,2.2,21.2, 2.3, 21.3) besteht.

Verfahren gemaf einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass auf der
zweiten Oberflache (B) der Leiterplatte (1) ein Pad
(1.3, 1.31, 1.31a, 1.32, 1.32a) vorgesehen ist, an
dem in einem weiteren Verfahrensschritt das Ende
eines Kabels (5), insbesondere eines Flachbandka-
bels, kontaktiert wird (S5).

Schleifringbirste, bestehend aus

einer Leiterplatte (1), die eine erste Oberflache
(A) und eine der erste Oberflache (A) gegen-
Uberliegende zweite Oberflache (B) aufweist,
mit einer Leiterbahn (1.1, 1.11, 1.12) und einer
Bohrung (1.2, 1.21, 1.22), welche die Leiter-
platte (1) durch die Oberflache (A) und die
Oberflache (B) hindurch durchdringt, und
einem Birstenelement (2, 21), wobei

das Birstenelement (2) und die Leiterbahn
(1.1, 1.11, 1.12) durch eine Létverbindung in
elektrischem Kontakt stehen, dadurch ge-
kennzeichnet dass, das Blrstenelement (2,
21), in der Weise verlétet ist, dass das Lot (3),
von der zweiten Oberflache (B) der Leiterplatte
(1) durch die Bohrung (1.2, 1.21, 1.22) der Lei-
terplatte (1) bis hin zum Birstenelement (2, 21)
an der Oberflache (A) hindurchgetreten ist.

Schleifringbiirste, gemalk dem Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet dass das Birstenelement
(2, 21) eine Innenseite (I) und eine AulRenseite (O)
aufweist, und dass an der Lotverbindung die Au-
Renseite (O) des Burstenelementes (2, 21) zur er-
sten Oberflache (A) der Leiterplatte (1) weist.
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Schleifringbuirste, gemal dem Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass das Birstenele-
ment (2, 21) U-férmig ausgestaltet ist und mehrere
Schenkel (2.1, 21.1, 2.2, 21.2, 2.3, 21.3) umfasst.

Schleifringbirste gemafR einem der Anspriiche 8
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Biir-
stenelement (2, 21) aus einer Edelmetalllegierung
besteht.

Schleifringbiirste gemaR einem der Anspriiche 8
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Boh-
rung (1.2, 1.21, 1.22) metallisiert ist.

Schleifringbiirste gemaR einem der Anspriiche 8
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass auf der
zweiten Oberflache (B) der Leiterplatte (1) ein Pad
(1.3, 1.31, 1.31a, 1.32, 1.32a) vorgesehen ist, an
dem das Ende eines Kabels (5), insbesondere ei-
nes Flachbandkabels, kontaktierbar ist.
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